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业绩增长符合预期 
                   ——长电科技盈利预告点评 

事件： 

业绩预告情况：公司公告 2010 年上半年业绩大幅增长：预计

2010 年上半年归属上市公司净利润将达到 1 亿元~1.05 亿

元，EPS 0.135~0.14 元。相比去年同期公司亏损 2585 万元，

EPS 为-0.03 元。业绩增长主要受益于半导体行业景气指数

持续高涨，公司集成电路和分立器件制造产销两旺。 

分析与点评： 

1、 行业景气度维持高位 

根据 WSTS 公布的数据，2010 年 4 月全球半导体销售额为

233.85 亿美元，环比下降 11.9%，同比增长 43.0%。1-4 月销售额

累计为 925.87 亿美元，同比 54.2%。4 月份全球半导体销售额超

创下的历史新高。1-4 月，国内元器件产品出口 148.66 亿美元，

同比增长 42.16%。其中，4 月份国内元器件产品出口 42.69 亿美

元，同比增长 40.01%，环比增长 6.91%。2010 年 4 月北美半导体

设备制造商 BB 值为 1.13，连续 10 个月高于 1。日本半导体设备制

造商 BB 值为 1.07，连续 11 个月保持在 1 以上。从厂商的产能开

工率来看，也保持相同的趋势。自 2009 年一季见底回升，目前维

持高位，接近满产状态。分产品看，分立器件的产能利用率要高于

集成电路的产能利用率，一季度为 97.3%而后者为 93.2%。 

目前电子行业景气度较高。我们预计电子行业在未来的业绩和

市场将会有更好表现，强势将得以延续。目前看来，第三季度能见

度高，第四季度相比第三季度不确定性高。 

图 1 截至 2007-2010 年 4 月半导体市场月度销售情况（3月移动平均）单位:

千美元 
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数据来源：SIA 爱建证券研究发展总部 
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2、订单充分业务全面复苏 

集成电路和分立器件是公司的收入的主要来源，在经过去年的下滑后。目前全面复苏。目前世界半导

体相关产品制造大量集中在中国开展。公司订单一直超过产能30％－40％。公司业绩大幅增长，目前公司

订单充分，业绩持续增长的能见度，仍然较高。 

图 2 截至 2009 年来公司单季度 EPS 情况（单位：元） 
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数据来源：公司报告，爱建证券研究发展总部 

 

 

3、行业龙头未来看点较多 

公司是我国半导体封测行业的龙头，公司在芯片封测和分立器件技术领先。目前公司已具备各类SiP 封

装的设计、制造及封测服务，主要封装类型为：Micro SD（TF）、USB 模块、SiP-SIM、LGA、BGA 等。产品

广泛应用于电子消费品、存储卡、智能卡、密匙、MEMS 等领域。同时公司的FC-WLCSP 技术、TSV 硅穿孔

技术的3D 封装技术、MIS 微间距系统连接技术等等具有较强发展潜力。目前市场关注的RF-sim 卡虽然2.4G

的不确定性增大。但13.56MHZ 的卡还是公司进行封装，现在已经有多个芯片厂家在同公司合作，预计半年

之内会出现大规模的放量。同时公司子公司江阴长电先进封装有限公司的IGBT 单管封装未来前景看好。 

我们预计 2010-2011 年 EPS 分别为 0.33 元、0.41 、0.50 元。我们认为对应 10 年 EPS35-40 倍 PE。

目标价区间 11.55-13.2 元，给予“推荐”评级。 

 

 

              表 1 :财务预测摘要 

财务摘要 2009A 2010A 2011E 2012E 

主营收入(亿元) 23.70 32.5 40.3 47.1 

净利润(百万元) 23 246 305 369 

净利同比 -75.1% 970% 23.98% 21% 

EPS(元) 0.03 0.33 0.41 0.50 

PE(倍) 393 35.7 28.8 23.6 

            数据来源:爱建证券研究发展总部 
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投资评级说明 

报告发布日后的6个月内,公司/行业的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准； 

 公司评级 

强烈推荐：预期未来6个月内，个股相对大盘涨幅15%以上 

推 荐   ：预期未来6个月内，个股相对大盘涨幅5%～15％ 

中 性   ：预期未来6个月内，个股相对大盘变动在±5%以内 

回 避   ：预期未来6个月内，个股相对大盘跌幅5%以上 

 行业评级 

强于大势：预期未来6个月内，行业指数相对大盘涨幅5%以上 

中 性   ：预期未来6个月内，行业指数相对大盘涨幅介于-5%~5%之间 

弱于大势：预期未来6个月内，行业指数相对大盘跌幅5%以上 
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本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包

含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供

参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与我公

司和研究员无关。我公司及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司

提供或者争取提供投资银行服务或其他服务。 

本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式发表、复制。如引用、

刊发，需注明出处为爱建证券研究发展总部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 


